12吋智慧終端關鍵技術多腔體多功能蝕刻設備(AMAT Selectra Etcher) 儀器簡介
1.主要功能:
  本設備為12吋雙腔體 (Twin Chamber) 乾式蝕刻設備，具備前段與後段各一之腔體。前段腔體主要功能為用於Si、SiGe、Ge…等材料Multi-layer結構之微縮。後段腔體主要功能為用於Ta、TaN…等金屬蝕刻後，殘餘之微量Polymer去除。
2.可蝕刻材料:
  2.1 Si、SiGe、Ge…等用於前段元件通道相關材料。
[bookmark: _GoBack]  2.2 Metal Ta、TaN…等蝕刻後殘留物。
  2.3 Si trimming process。
  
3.使用限制: 
為保持製程穩定度，避免不當晶片進行蝕刻造成chamber嚴重污染，將從嚴管制進入本機台之晶片材質。
3.1禁用光阻。
3.2。



4.  12吋智慧終端關鍵技術多腔體多功能蝕刻設備機台身份證
· 全名:    12吋智慧終端關鍵技術多腔體多功能蝕刻設備                                
· 位置:    奈米棟 / class 100                                           
· 工程師:    許倬綸  (O) ext.: 7651  (C)                   
· 代理人:    薛富國  (O) ext.: 7557  (C)                              
· 機台負責人:  許倬綸  (O) ext. 7651  (H)                      
· 作業區域化學品:  
(1) 大宗氣體: N2、O2、Ar
(2) 特殊氣體: NF3、H2
(3) 瓶裝化學品: 
a. 有機化合物:                                                
b. 酸/鹼劑:                                                   
c. 氧化物:                                                    
d. 其他:                                                      
· 製程模式或反應腔:  
(1)    Time mode                                             
(2)                                                      
· 反應腔真空度範圍:   10-3 torr  (Process : 1~8 torr)                     
· 抽真空泵浦:   Dry pump                                         
· 尾氣排放物種:    NF3、H之反應產物                          
· 抽尾氣泵浦種類:    dry pump                                      
· 尾氣排放有無獨立之Local Scrubber: 有燃燒及水洗方式的廢氣處理器                             
· 反應腔溫度範圍:   100°C & 300 °C                                
· 冷卻系統種類:    廠務供應冷卻水                                   
· 製造商或代理商:   台灣應用材料股份有限公司                
· 代理商工程師:  Edward Ko, 電話: , 行動: 0975-838-456     
· 更新日期:     2021   /     5    /   7 

